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(g) Verfahren z\>m Verbinden von Mikrochips mit auf einem Tragerband engeordneten Antennen rum Herstellen 

eines Transponders 
© Die Effindung bazieht sich auf ein Varfahran zum Ver- 

binden von Mikrochipmodulen mit auf einem ersten Tra- 

gcrband angeordneten Antennen zum Herstellen elnes 

Transponders. Dae Verfahren zeiehnet sich dadurch aus, 

dad die Mikrochips in einem vorgeschalteten Bond-Pro- 

zess zu einem Chipmodul mit elektrischen AnschlOssen 

verpaclrt und auf ein zweites Tragcrbsnd aufgcbracht 

werden. Die beiden Tragerbander werden von der Rolle 

abgewickelt gnd Obereinander getaracht, wobai die Chip- 
module von dem zweiten Tragerband abgenomrnen und 

auf eine vorbestimmeStelle de3erstenTragerbandesouf- 

gesetzt werden. Dieses Verfahren erlaubt eine kontinuier- 

lichen Herstelungsprozass, der besondcrs wirtschaftiich 

und besondersschndl ist. 
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Beschreibung Processes wesentlich einfacher zu bewerkstelligen ist als 
das Bondcn ones Mikroehips auf sine Antenne. Femer kann 
[0801] Die Erfindung bezieht sich auf em \ferfahren zum das Vcrpackcn des Microchips in tin Chipmodul an einer 
Verbinden von Mikroehips mit auf einem ersten Tragerband zcctralcn Stelle, ofimlich beispielsweise bei dem Mikrochi- 
ungeordneten Antennen zum Hers Le Hen sw.es Transponders, s phersteller erfolgen, so daB bei dem Hen teller des Trans- 
[0002] Derartige Transponder, die z. B. fur sog. smart-la- ponders die Anschaffung cincs teoren Bonders, der dazu 
bels Oder smart-cards verwendec werden, weisen eine fla- hochqvialifiziertes Bedicnungspcrsonal erfordert, entf&llt. 
emge Antennenspule auf, die mit zwei Anschlussen verse- [C006] GemfiB einer bevorzugten Ausfiihrungsform lfiuft 
hen isL Die Antconcn konncn aus vcrscMcdeilen Materia- das erste, die Antennen tragende Tragerband mit einer ken- 
lien hergesielli scin, wic z. B. Kupfcr, Aluminium, Silber- w tjouiertichen Geschwindigkeit, wahrend das zweita Tragcr- 
leitpaste oderdgl. Die (jroBs der Antennen kann je nach An- band im Takt der vorbedlaufecdeo Antennenabstande uber 
wen dung unterschiedlich sein. Bei den derzedtigen Hcrstcl- cinco Indcxsalz laufl, das im ersten TrSgerband gefuhrt 
lungsverfahren siod die flachigen Antennenspulen auf ei- wird. Dabei wird das zvroitc Tragerband -turn Aufsetzen des 
nemlragerbandaufgebracht, welches auf eine Rolle anfge- Chipmoduls auf das crate Tragerband kurzrrisrig auf die 
wickelt angeliefert wird, Bislang werden die Mikroehips u Bana^eschwindigkeitdeseisfflnTra^^andcsbcscbleurrigi. 
durch einen aufwendigen Bond-Prozess mit den Antennen Das auf diese Wciso an der richligen Stelle plaaerte Chip- 
auf dem Tragerband verbunden. Hierm ist es erforderlich, modul kann ummUcIbar nach dem Aufsetzen auf das erste 
daB das die Amennen aufweisende Tragerband Qber einen Tragerband mil der zugehdrigen Antenne durch Loten oder 
Indexer Uuift uod wShrend des Bond-Prozesses stills teht. Crimpen elektrisch verbunden werden. Unmiltelbar nach 
Abgesehen davon, dafi der Bond-Prozess aiifwendigc Ma- 20 dem Vbrbindco des Chipmoduls kann der auf diese Weise 
schine und ausgesprochen prazises Areiten erfordert, beno- hergestellte Transponder mit ublichen Vcrfahren getesiet 
tigt der Bond-Vorgang derzeit bis zu 75 Sekunden. Dieser werden. 

vcrhaUnismaBig hone Zeitaufwand stent einer winschaftli- [C0ir7] Besonders bevorzugt wird, wenn das Chipmodul 

cben Herstcllung der Transponder entgegen. Bin Verfibretl beim Aufsetzen auf das erste Tragerband von einem mit 

zum Herstellen von Transpondem ist beispiclswcisc in der 25 glncha GcschwindigkcdL wic das erste TWgeAand endlos 

DE-A 1 99 15 765 beschrieben, bei dem Halbtotarchips und umlaufcndcn Transporlband an dem ersten Tragerband ge- 

Anienne auf die Plachenseite einer thermoplastischen Folie halten wird, bis das Chipmodulfestmit dcrzugchorigen An- 

aufgebracht werden, wobei die Folie zu einem endlosen Fo- tonne verbunden isL Das Transporlband ubcroimmi sozusa- 

lienband verbunden ist Aus der DE-A 199 16 781 ist femer gen das von dem zweiten Tragerband abgegebene cajipmo- 

bekannt,dn7^1neChir«aufl^nam6'genaufz^ringen. 30 dinundsorgtdafur,daBdasCMpmodul wfihrenddes Weiler- 

[0003] Aufgabe der vortiegenden Erfindung ist es, ein lanfens des ersten Tragerbandes an der richugen Position zu 

Vetf ahreo der eingangs geoannten Art weiter zu entwickeln, der Antenne gehaltcn wird. 

das es eiiaubt, Transponder einfacher, schneller und vor al- [0008] Voa VcrteD. ist, wenn das Anlolen des Chipmoduls 

len Dingen -Mrtscbafllicher herzustellen. an die Antenne mittels eines Laserstrahl3 crfblgt. 

[©004] Diese Aufgabe wird errmdungsgctrtaS dadurch ge- 3S 10009] Die auf diese Weise hergestellien Transponder 

lost, dafi die Mikroehips in einem vorgeschalteten Bond- kttnnen nach Fertigstellung und eventuelleo Testvorgang 

Prozess in einem Chipmodul mit elektrischen Ansehlussen mit dem crstcn Tragerband wiedcr aufgerollt werden, 

verpackt und auf ein zwcites Tragerband aufgchrachl wcr- [0010] Im folgenden wird die Erfindung beispielhaft an- 

den, dafl die beiden Tragerbander von der Rolle abgewickelt hand einer Zcichnung nahcr crlautcrt. Es zeigen: 

und ilbereinander gebracht werden, wobei die Onpmoduk -« [0011] Fig. 1 ein crslcs, antenncntragendes Tragerband, 

von dem zweiten TrSgerband abgenommen und auf eine [0012] Fig. 2 ein zwcites, mit Chipmodulen besrflcktes 

vorbesdmmte Stelle des ersten TrSgerbands aufgcsctzt wer- Tragerband, 

den. Zuroindest im Zeitpunkt des Aufsetzens des Chipmo- [0013] Fig. 3 das erste Tragerband aus Fig. 1 mit aufge- 

duls wird die Bandgeschwindigkeit des zweiten Tragcrban- sctztcn und an die AntennenanscblOsse angeschlossenen 

des an die Bandgeschwindigkeit des ersten Tragerbandes *s Chipmodulen, 

angepaBL [0014] Fig.4mem6rscli6marischcnDarstellungeineVor- 

[C005] Das Verlagcm des Bond-Prozesses in einen vorge- richtung zum Verbinden der Chipmodule des zweiten Tra- 

schallclcn Prozess hat den Vorteil, daB das auf diese Art und gerbandes mit den Antennen des ersten Tragerbandes. 

Weise crzeugtc Chipmodul wescntlich schneller und einfa- [0015] Fig. 1 zeigt ein erstes Tragerband 1, auf dem Spu- 

cher auf das mil den Anicnnen verschene erste Tragerband 50 len 2 als Antennen aufgebracht srnd. Es handell sich hicrbei 

aufgebracht werden kann. Es ist mbglich, das Chipmodul um durch galvanisches Abscheiden hergestellte Antennen. 

mit der Antenne zu verloten oder zu crimpen, was zum einen Die Spulen 2 weisen zwei AnschlUsse 3 fur ein Chipmodul 

wesendich schneller geht und zum anderen wenigcr Prazi- auf. 

Sion als ein Bond-Prozess erfordert. Die Herstellungsge- [0016] Dcrartigc Chipmodule 4 siod in FBg, 2 dargestellL 

schwindigkeit wird bei dem erfindungsgemaSen Vcdahren ss Sic sind dichi hinlereinander auf einem zweiten Tragerband 

writer dadurcb erhoht, daB beide Tragerbander von der 5 gehaltcn. Die Chipmodule sind dumb einen vorgeschalte- 

Rolle abgewickelt und iibereinander gebracht werden und ten Bond-Prozess in ein in F5g. 2 gezeigtes Chipgehause 

zum Zeitpunkt des Auf sclzcns des Chipmoduls auf das erste verpackt. Dieses Gebause weist zwei bercits vcmnkic An- 

Tragerband die Geschwindigkeilen bcidcr Tragerbander an- schiuBfl&chen 6 auf, deren Abstand mil den Anschliissen der 

gepaBt sind. Deshalb ist es niclu erforderlich, daB beim Ver- SO Rechteckspulen 2 korrespondiert 

binden des Chipmoduls nnL einer Antenne die Tragerbander [0017] Fig. 3 zeigt ein Tragerband 1 mit einer Rechteck- 

stills tehen. Der Prozess kann somit konlinuicrlich durcblau- spule 2, die bereits mit einem Chipmodul 4 komplettiert 

fen, was cine crhcbucbc Erhbhung der Herstellungsge' wurde. Das Chipmcrdul 4 wuidc mil Sfiinen AnscliiuBflachen 

schwindigkeit zur Folgc haC Dabei ist es auch nicht so, daB 6 an die Anschlusse 3 angclotet, 

der vorgeschaltete Bond-Prozess an einer anderen Stelle zu 65 [0018] Im folgenden wird das HecsteUungsverfahren an- 

einer Verlangsamung des Herscellungsverfahrens insgesamt hand der Fig. 4 nahcr cilaulcrt. 

flihrt. Es ist viclmehr bo, daJJ das Verpackca des Mikroehips [0019] Das crstcTriigerband list auf einer Eingangsspule 

in can Chipmodul im Rahmen cincs vorgesehfllteten Bond- 7 aufgerollt und wird von dieser abgespult und nach dem 
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VerbindungsprozeB auf einer Pertigspule 8 aufgewickelL 
[00201 Das zweite Tragerband 5, welches die Chipmodule 
4 tragi, wind von einer Spule 9 fiir Chipmodule abgewickelt, 
an einer Umlenkrolle 10 umgclcnkt und an einer ftesiband- 
Spule 11 wieder aiifgewickelL 5 
[0021] Auf HOhe der Umlenkrolle 10 beginni ein umlau- 
fendes Transpcttband 12, genaugenomrnen die erste Um- 
lenkrolle 13 des Hansportbandes IX Das Transportband 12 
erstreckt sich obcrhalb des ersten Triigerbandes 1 bis zu ei- 
ner AnlricbSrOlle 14. Zwiscften der Umlenkrolle 13 and der 10 
Antriebsrollc 14 isl cine LaserlOieinheii IS vorgesehen. Hin- 
tec der Antnebsrollc 14 isl ein lestchipmodul 16 vorgese- 
hen. Die Funktionswcisc der \brrichlung ist wie fbl at 
Das erste Tragerband 1 wird mil konlinuierlicher Gescbwin- 
digkeit von der Eingangsspule 7 abgezogen und auf die Fer- IS 
tigspule 8 aufgewickelL Das die Chipmodule 4 tragende 
zweite Tragerband 5 wird von der Spule 9 im TakL der An- 
teanenabstande auf dem ersten Tragerband 1 gcindext abge- 
zogen und um die Umlenkrolle 10 berumgefuhit An der 
Umlenkrolle 10 erfblgt das Ablosen der Chipmodule 4, bei- 20 
spiclsweise durch Erwarmen des Tragerbandes 5. Beim Ab- 
losen <Jes Chipmoduls 4 wird dieses zugleich von dem cisicn 
Tragerband 1 urtd dem mit der gleichen Geschwindigkcit 
wie das erste Tragerband 1 nmlaufende Transportband 12 
crfaBl. Das Chipmodul wird dabei mit seinen AnschluBfla- 25 
cben 6 genau an den AnschlGssen 3 der Rechteckspule 2 
aufgesetzt Das Transportband 12 fbrien das Chipmodul 4 
an dieser Position, wahrend es sich mit der gleichen Ge- 
sebwindigkek wie das erste Tragerband 1 konlinuiedich 
fortbewegt. Wihrenddessen werden die AnschluBflachen 6 30 
mit den AnschKissen 3 mithilfe derLaserloteinhcit 15 vcrlo- 
tet, wobei der Lasexstrahl sich mit der Bandgesch windigkest 
des TrSgerbandes 1 mitbewegt Die so komplettierleii Trans- 
ponder werden mimilfe des hinter dem Transportband 12 
angeordnclcn Tcstchipmoduls 16 getestet, wonacb dann das 35 
erste Tragerband auf die Pertigspule aufgewickelt wird. Auf 
der Fertigspule befinden sich somit komplettieite und be- 
rcits gctcslele Transponder. Bei den hier verwendeten Chip- 
modulen bandelt es sich um RFTJD (Radio Frequency Ideriti- 
ficadon>Chipmodule. Das sind besonders fiachbauende 40 
Chipmodule, die sich zusammen mit den Flachspulantenncn 
DsbesoDdere fur smart-label- Anwendimgcn cignen. Smart- 
labels sind Bu'ketien, die die soeben beschriebencn Trans- 
ponder bemhalten und die auf beliebigc Produkte Oder Bau- 
icile aufgeklebt werden kbnnen und zu dcrcn Xcnnzeich- 45 
ming dienen. 

[00221 Anstelle des Laserveridtens ist cs auch moglich, 
d&fi die AnschluBflachen 6 der Chipmodule 4 mit den An- 
schlussen 3 der Rechteckspulen 2 vercrimpt werden konnen. 

50 

Patcntanspriiche 

1. Verfahren zum Vcrbindcn von Mikrocbips mit auf 
einem ersteD Tragerband angcordneten Antennen zum 
Herstellen eines Transponders, daduixh gckconzcjch- 55 
net, daB die Mikrochips in einem vorgescbaltetea 
Bond-Prozess zu einem Chipmodul (4) mit elektri- 
schen Anschliissen (6) verpackt und auf ein zweites 
Iragerband (5) aufgebracht werden, daB die bcidcrc 
Tragerbander 0L 5) von einer Rolle (7, 9) abgewickelt «o 
und ubereinander gebracht werden, wobei die Chipmo- 
dule (4) von dem. zweiten Tragerband (5) abgenommen 
und auf cine vorbestimmie S telle des ersten Tragerban- 
des (1) aufgesetzt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 65 
net, daB das erste Tragerband (1) mil einer kontinuier- 
Iichen Geschwindigkeit lauft, wahrend das zweite Trii- 
gerband (5) im Takt der vorbeilaufcnden Anteanenab- 



stSnde iiber einen Indexer zum ersten Tragerband (1) 
gefuhrt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch lodcr % dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Chipmodul (4) unmirtelbar nach dem 
Aufsetzen auf das erste Tragerband (1) mil der zugehti- 
rigen Antenne (2) durch Loten odor Crimpen elektrisch 
verbunden wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gckcnnzcichncl, daB der Transponder unmittel- 
bar nach dem Verbindea des Chipmodols (4) mil der 
Anlcnne (2) gciesxet wird. 

5. Verfahren nach eioem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
dnrch gekennzedchnct, daB das GTupmodul (4) beim 
Aufsetzen auf das erste Tragerband (1) von einem mit 
gleicher GeschwindigkBit wie das crs» Tragerband (1) 
endlos umlaufenden Transportband (12) an dem ersten 
Tragerband (I) gehalten wird, bis das Chipmodul (4) 
fest mit der zugehorigea Antenne (2) vcrbanden ist. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB das elektrischc "Vfcrbinden 
des Chiprnoduls (4) mit der Anten ne (2) durch Laserlo- 
ten erfblgt. 
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